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Por medio de este documento se plasma el disefio e implementacion de un horno de reflujo para
soldar componentes electronicos de superficie a partir de un horno tostador convencional, el
software LabVIEW vy la tarjeta arduino. En el software LabVIEW se implementa la estrategia de
control asi como el disefio del codigo de maguinas de estado para que se realicen la lectura y el
procesamiento de datos obteniendo las instrucciones que luego son llevadas a cabo por medio de
la tarjeta arduino. Esta tarjeta ademas de utilizarse como tarjeta de adquisicion de datos el software
LabVIEW la utiliza como parte del bloque de actuador debido que con ella se le suministra los
ciclos de potencia a las resistencias térmicas del horno.

Dentro del trabajo se expone la importancia de las caracteristicas fisicas del horno para obtener el
comportamiento dindmico de la planta y asi desarrollar y culminar en forma éptima el proyecto.
Dicha caracterizacién de la planta se realizé dentro del entorno de LabVIEW.

El horno tostador tuvo minimas modificaciones como la eliminacion de sus diales siendo necesario
hacerle un agujero para ubicar el sensor de temperatura, termocupla tipo k. El desarrollo del
proyecto ofrece al usuario una interfaz grafica que le permite realizar ajustes al perfil de
temperatura segun la pasta de soldadura que se use.
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